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三維晶圓製程金屬膜量測方法開發

工業技術研究院量測技術發展中心應用一組雙通道電容式感測器模組 (dual channel capacitance sensor module)，以及一種自行開發的分析演算方法，來量測金屬膜製程 (metallization process) 的幾項重要參數，包括金屬膜厚度 (film thickness)、翹曲量 (bow/warpage)、總厚度變異量 (total thickness variation；TTV) 等，所開發的這項非破壞性金屬膜量測解決方案，其量測金屬銅膜厚度的總量測不確定度 (Total Measurement Uncertainty；TMU) 為0.18 (m (1倍標準差)。同時可以藉由Stoney公式將金屬膜表面翹曲量轉換為晶圓應力分布資訊。[image: image1.png]
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